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●5G対応のモバイル機器における高速・高周波基材/FCCL

の技術/市場動向を各応用分野別・基板別に予測・分析

●基板/FPC別の技術動向：層数、サイズ、採用基材等

●基板/FPC別市場動向：採用基材の競合分析、市場内訳
（メーカ/基材別）、市場規模予測（応用分野/基材別）等

●基材/FCCLの市場動向：市場内訳（基材タイプ/メーカ別）、
市場規模予測（基材タイプ/メーカ別）、供給関係、価格帯等

●FPC向けフィルムの市場動向：市場規模（タイプ/メーカ別）、
市場規模予測（タイプ別）



調査の対象製品/分類

3

●高速・高周波対応基材

１）フィルム/FCCL：LCP/MPI/フッ素混成PI

２）CCL/PP：BT/変性エポキシ/その他

●応用分野（高速・高周波対応基板）

1）High Speed SLP / High Speed SiP

2）5G-ミリ波対応アンテナ基板（AiP）

3）FPC（アンテナ接続、ドックフレキ、ディスプレイ・

カメラモジュール、その他、その他モバイル）



調査の対象企業

4

対象製品 対象企業

高速・高
周波対応
基材

LCP クラレ、デンカ、村田製作所、その他

MPI カネカ、DuPont、PI Advanced Materials

フッ素混成PI、他 味の素FT、AGC、中興化成工業、その他

CCL/FC

CL

CCL/PP
昭和電工マテリアルズ、パナソニック、三菱ガス化学、Doosan、
Elite Material、ITEQ、Shengyi Technology、TUC、その他

FCCL
クラレ、日鉄ケミカル＆マテリアル、パナソニック、村田製作所、
Azotek、Doosan、DuPont、NEXFLEX、Taiflex、Thinflex、
その他

接着シート
有沢製作所、AGC、東亞合成 、巴川製紙所、ニッカン工業、
Taiflex Scientific、その他

基板（応
用分野）

SLP AT&S、 Compeq、TTM、Unimicron、ZDT、その他

AiP LG Innotek、KINSUS、SEMCO、Unimicron、その他

FPC
日本メクトロン、村田製作所、BH、Career、FLEXium、SIFLEX、
Suzhou Dongshan Precision Mfg、 ZDT、その他
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